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Foreword

icenductor devices, was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and was approved by

The text of document 47/1696/FDIS, future edition 1 of IEC 60749-25, prepared by IEC TC 47,
Se%
C as EN 60749-25 on 2003-09-01.

.
This nical and climatic test method, as it relates to change of temperature, is a complete rewrite

of the t ontained in Subclause 1.1 of Chapter 3 of EN 60749:1999.

The foIIowir@fes were fixed:

— latestd hich the EN has to be implemented

at national by publication of an identical

national stan@arg or by endorsement (dop) 2004-06-01
— latest date by whi e national standards conflicting

with the EN have ithdrawn (dow) 2006-09-01

Annexes designated "normaf@ e part of the body of the standard.
In this standard, annex ZA is &tive.
Annex ZA has been added by EyEIfEC.

@dorsement notice

The text of the International Standard IE 9-25:2003 was approved by CENELEC as a European
Standard without any modification. /‘
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Annex ZA

(normative)

)\ Normative references to international publications
. with their corresponding European publications

This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other
publication se normative references are cited at the appropriate places in the text and the
publications isted hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any
of these publi& s apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or
revision. For un@ated references the latest edition of the publication referred to applies (including

amendments). C

NOTE  When an internati ublication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant

EN/HD applies. ®

Publication Year ?@ EN/HD Year
IEC 60068-2-14 1984 Qdm)nmental testing EN 60068-2-14 Y 1999
Par?fests - Test N: Change of

tem @Jre

N EN 60068-2-14 includes A1:1986 to IEC 60068-2-14.
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Depuij 1er janvier 1997, les publications de la CEIl
sont'n erotées a partir de 60000. Ainsi, la CEl 34-1
devie | 60034-1.

Editions c@idées
Les versions ¢ r@ées de certaines publications de la

CEl incorporant
exemple, les numénbds
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sur les publications de
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Le contenu technique des publi %de la CEI est
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actuel de la technique. Des renseig q‘s relatifs a
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Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI
(www.iec.ch/searchpub) vous permet de faire des
recherches en utilisant de nombreux critéres,
comprenant des recherches textuelles, par comité
d’études ou date de publication. Des informations en
ligne sont également disponibles sur les nouvelles
publications, les publications remplacées ou retirées,
ainsi que sur les corrigenda.

IEC Just Published

Ce résumé des derniéres publications parues
(www.iec.ch/online_news/justpub) est aussi dispo-
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Service clients
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clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 2291902 11

Fax: +4122919 03 00
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Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series. For
example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its
publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1
and 1.2 refer, respectively, to the base publication,
the base publication incorporating amendment 1 and
the base publication incorporating amendments 1
and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept
under constant review by the IEC, thus ensuring that
the content reflects current technology. Information
relating to this publication, including its validity, is
available in the IEC Catalogue of publications
(see below) in addition to new editions, amendments
and corrigenda. Information on the subjects under
consideration and work in progress undertaken by the
technical committee which has prepared this
publication, as well as the list of publications issued,
is also available from the following:

e |IEC Web Site (www.iec.ch)
Catalogue of IEC publications

The on-line catalogue on the IEC web site
ww.iec.ch/searchpub) enables you to search by a

iety of criteria including text searches,
echnical committees and date of publication. On-
is also available on recently

replaced

lin formation
i ublications, withdrawn and
p |@ws, as well as corrigenda.

. IEC Just@olished

This sum f recently issued publications
(www.iec.ch/onli news/justpub) is also available

by email. Pleammact the Customer Service

Centre (see bel /urther information.
. Customer Service @e

If you have any ons regarding this
publication or need fufther sistance, please
contact the Customer Servi ntre:

<

Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22919 02 11

Fax: +41 22919 03 00
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O AVANT-PROPOS

La CEI (ComQ n Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'e e des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEIl a
pour objet de favor, a coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de I'électrici de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités — publie des Normes
internationales, des Spg€ifications techniques, des Rapports techniques et des Guides (ci-aprés dénommés
"Publication(s) de la CE eur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout
Comité national intére r le sujet traité peut participer. Les organisations internationales,
gouvernementales et non g entales, en liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La CEl
collabore étroitement avec I' ation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par
accord entre les deux organisaftons. ¢

Les décisions ou accords officiels/ CEl concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord internation ur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI
intéressés sont représentés dans chaquegmite’ d’études.

Les Publications de la CEIl se présent ous la forme de recommandations internationales et sont agréées
El. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI

comme telles par les Comités nationaux de lag
s'assure de l'exactitude du contenu technig @ e ses publications; la CEIl ne peut pas étre tenue responsable
in qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

de I'éventuelle mauvaise utilisation ou interp

Dans le but d'encourager I'uniformité internation@es Comités nationaux de la CEIl s'engagent, dans toute la

mesure possible, a appliquer de fagon transp , les Publications de la CEl dans leurs publications
;be ”

nationales et régionales. Toutes divergences ent utes Publications de la CEIl et toutes publications
nationales ou régionales correspondantes doivent étr %iquées en termes clairs dans ces derniéres.

La CEl n’a prévu aucune procédure de marquage@ t indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité pour les équipements déclarés conformes ée de ses Publications.

Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en posses e la derniére édition de cette publication.

Aucune responsabilité ne doit étre imputée a la CEIl, a sgswadministrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compris ses experts particuliers et les mee ses comités d'études et des Comités
nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de do corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pporter les colts (y compris les frais

de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de I'utilis n)de cette Publication de la CEl ou de
toute autre Publication de la CEl, ou au crédit qui lui est accordé.

QD

L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette p
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente puh

ion. L'utilisation de publications

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avo

tion de la CEl peuvent faire
saurait étre tenue pour

@alé leur existence.

La Norme internationale CEIl 60749-25 a été établie par le comité d'@és 47 de la CELl:
Dispositifs a semiconducteurs. 5

La présente norme annule et remplace I'lEC/PAS 62178 publié en 2000 e premiére
édition constitue une révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants: f

FDIS Rapport de vote 0

47/1696/FDIS 47/1706/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.
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O FOREWORD
The Internation ctrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising

all national elecfo
international co-opér,
this end and in additj
Technical Reports, and
technical committees; an
preparatory work. Internati
participate in this preparati
(ISO) in accordance with con

nical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To

other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,
ides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to
National Committee interested in the subject dealt with may participate in this
governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also
ollaborates closely with the International Organization for Standardization
determined by agreement between the two organizations.

»

The formal decisions or agreementsgbf IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the rel subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committee

IEC Publications have the form of rec ndations for international use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all re able efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user. b

In order to promote international uniformity, National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible eir national and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the correspon tional or regional publication shall be clearly indicated in
the latter. ‘L *

IEC provides no marking procedure to indicate its val and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with an IEC Pu n.

All users should ensure that they have the latest edition oféblication.

No liability shall attach to IEC or its directors, employees, §€rvants or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC National Commi@r any personal injury, property damage or

other damage of any nature whatsoever, whether direct or t, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication, use of, or relianc his IEC Publication or any other IEC

Publications.
Attention is drawn to the Normative references cited in this publicat@'se of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this Q})Iication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all suc t rights.

International Standard IEC 60749-25 has been prepared by IEC (@ﬂcal committee 47:

Semiconductor devices. O’

This standard cancels and replaces IEC/PAS 62178 published in 2000.65 first edition
constitutes a technical revision.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting L
47/1696/FDIS 47/1706/RVD (p

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

p , est le résultat d’'une réécriture compléte de I'essai contenu dans le Paragraphe 1.1
d

Cettey, méthode d’essais mécaniques et climatiques, relative aux changements de tem-
>fatu
u it‘re 3 de la CEI 60749.

Le conjité’ a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.
A cette date,la publication sera

* recond D
* supprimées
* remplacée % édition révisée, ou

* amendée. z
>
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

Thisnechanical and climatic test method, as it relates to change of temperature, is a com-
plete rewrite of the test contained in Subclause 1.1 of Chapter 3 of IEC 60749.

.
The ittee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2007. At¥{tRis date, the publication will be

. reconfi?
* withdra
vised edition, or

* replaced

* amended. C



-8- 60749-25 O CEI:2003

, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

/0
§
Dom@’d’application
(@,

La présente paftie)de la CEI 60749 fournit une procédure d’essai pour déterminer la capacité
des dispositifs a iconducteurs et des composants et/ou des cartes équipées a résister aux
contraintes mécahi s induites en alternant des extrémes de hautes et basses tempéra-
tures. Des variatio manentes des caractéristiques électriques et/ou physiques peuvent
résulter de ces contrai meécaniques.

)\5 Partie 25: Cycles de température

tenu des exigences spéci aux semiconducteurs, les articles de la présente norme

Cette méthode d’essais @e général, en accord avec la CEl 60068-2-14, mais compte
?wss
s’appliquent. /‘

double et triple et englobe les ess e composants et d’interconnexions soudées. Dans les
cycles pour chambres uniques, la chiarge est placée dans une chambre en poste fixe et elle
est chauffée ou refroidie en introduis I'air chaud, a température ambiante ou froid dans
la chambre. Dans les cycles pour cham oubles, la charge est placée sur une plate-forme
mobile qui fait la navette entre les cham r&n poste fixe maintenues a températures fixes.
Dans les cycles de température en cham Ariples, la charge est déplacée entre les trois
chambres. .

S

Les documents de référence suivants sont indispe les pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule Iedltlo@ s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de referenc@ plique (y compris les éventuels
amendements).

La présente méthode d’essais@p;lique aux cycles de température en chambre unique,

2 Références normatives

CEI 60068-2-14:1984, Essais d'environnement — Deuxieme p Essals — Essai N: Varia-

tions de température :9

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants ;app;]' uent.

3.1

charge

échantillon(s) et fixation(s) associée(s) (plateaux, batis, etc.) dans la chambre pe@’essai

3.2

zone de travail
volume dans la ou les chambres dans lesquelles la température de la charge est co ée
dans les conditions spécifiées
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

B
1 Scop%

This part of IEQ"60Q749 provides a test procedure for determining the ability of semiconductor
devices and co nts and/or board assemblies to withstand mechanical stresses induced
by alternating hi low temperature extremes. Permanent changes in electrical and/or
physical characteri an result from these mechanical stresses.

)\; Part 25: Temperature cycling

This test method is in g@r | accord with IEC 60068-2-14 but, due to specific requirements of
semiconductors, the cIauséf his standard apply.

4

This test method applies to sw , dual and triple chamber temperature cycling and covers
component and solder intercon@ion testing. In single chamber cycling, the load is placed
in a stationary chamber and is Feated or cooled by introducing hot, ambient or cold air into
the chamber. In dual chamber cyc@ the load is placed on a moving platform that shuttles
between stationary chambers maintained at fixed temperatures. In triple chamber temperature
cycling, the load is moved between th e chambers.

2 Normative references @
L.
The following referenced documents are indis{@able for the application of this document.

For dated references, only the edition cited applies? fFor undated references, the latest edition
of the referenced document (including any amend applies.

IEC 60068-2-14:1984, Basic environmental testing @dures — Part 2: Tests — TestN:
Change of temperature @

3 Terms and definitions :®
For the purposes of this document, the following terms and definﬂi@apply.

3.1 6
load
sample(s) and associated fixtures (trays, racks, etc.) in the chamber duri@fe test

o)

working zone
volume in the chamber(s) in which the temperature of the load is controllewin the

specified conditions





